SSSSSSSSSSSSS

Politica para o
Desenvolvimento Tecnologico e
Industrial para o Setor de
Semicondutores

ABINEE - Sao Paulo, 28 de marco de 2009

Henrique de Oliveira Miguel

Coordenador-Geral de Microeletrénica

MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA



Sumario

Programa Cl-Brasil

DADIS
Ip)>




Programa Cl-Brasil




> Plano de Acdo 2007-2010
B [} Ciéncia, Tecnologia e Inovacao para o Desenvolvimento Nacional
UM PAIS DE TODOS A

GOVERNO FEDERAL

PNM — Programa Nacional de Microeletronica

AM | ey
@ CT-PIM PA e I )
| \ CE ‘m‘
- ) RO / o gﬁ
T B.A CETENE/MCT
@ Cl-Brasil: Centros de Projetos de Circuitos | R - Al
Integrados (design houses comerciais) _ @ LSI-TEC/BA
investidos R$ 6 milhdes r~—~a{ =g e il
« 150 engenheiros de projetos de Cl em atividade S o Ms S " | ® ES
® ® Projeto Brazil-IP : p Q.SP [ .RJ
investidos R$ 2 milhGes 00
* 21 universidades participantes, em 15 estados RO :
« mais de 300 estudantes de graduacao e pés-graduacéo o000 ggmoc\%n Braun
« 16 projetos de Cl em andamento .‘ SC LSI-TEC/USP
Brazil-1P 2002 _ ®e
® PNM 2007 , '8

® Brazil-1P 2008 ¥ “CEITEC



PROGRAMA CI-BRASIL (2008)
Design Houses (DH)

Ministério da
Ciéncia e
Tecnologia




PROGRAMA CI-BRASIL (2008)
Design Houses (DH)

. |Infra-estrutura

— Workstations
— Ferramentas de Software Cadence

e Treinamentos nas ferramentas Cadence

 Bolsas para projetistas — primeiros anos
— Atualmente 100 bolsistas para 150 projetistas

e Projetos de IC’s

— Bibliotecade IP’s
— IC Comerciais: 20 concluidos & 18 em andamento

e Proximos passos. consolidacdo das atuais DH's e
aumento do numero para 15 DH’s até 2010
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UM PAIiS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

8. Tecnologias da Informacao e de Comunicacgao

CEITEC S.A. — Centro Nacional de
Tecnologia Eletronica Avancada

Empresa publica, especializada no desenvolvimento e producéo de
circuitos integrados de aplicacéo especifica (ASICs), com vistas a
atender necessidades de mercado com alto padrao de qualidade,

Vista das instalacoes
em Porto Alegre
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E TODO
GOVERNO FEDERAL

Q)CEITE Investimentos do Governo Federal no CEITEC 2004- 2008

Solugdes em Semicondutores

R$ 300 milhdes para
edificagcoes e equipamentos

| Sl

Chip pararastreabilidade de animais:
(1,89 mm x 1,21 mm)

dezembro 2008 - empresa criada
fevereiro 2009 - diretoria nomeada
27 de marco 2009 — Inauguracao do Centro de Pesquisa e Projetos

julho 2009 — Inauguracéo da fabrica de CI



Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnologico da Industria de
Semicondutores - PADIS
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Lei 11.484

31.mai.2007
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PADIS

e Lein®11.484, de 31 de maio de 2007

— Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnoldgico da Industria de Semicondutores -
PADIS

— Regulamentacao - Decreto n°® 6.233, de 11 de
outubro de 2007




PADIS

Decreto n° 6.233, de 11 de outubro de 2007

Anexo | — Abrangéncia— NCM 8541, 8542, 8529 e

9013
Anexo Il — Maguinas, aparelhos e equipamentos
Anexo Il — Insumos para emprego nas atividades de
producao

Anexo IV - Ferramentas computacionals — Programas
de computador diversos



PADIS

° Abrangéncia: semicondutores e dispositivos mostradores
(displays) LCD, PDP, LED, OLED, TFEL - exceto cinescopios

 |nvestimentos para atividades de:

a) concepcao, desenvolvimento e projeto

b) difusdo ou processamento fisico-quimico
Cc) encapsulamento e testes

e Desoneracao de Investimentos:

— Imposto de Importacao (I1)
— Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

— PIS/COFINS
» Maquinas, equipamentos, infra-estrutura de producéo e
* Insumos e suprimentos para producao - Inclui as ferramentas de projeto - Software EDA



PADIS

e Beneficios adicionalis:

— CIDE (Contribuicao de Intervencado no Dominio Econdémico)

» Transferéncia de tecnologia, exploracdo de patentes, uso de marcas,
prestacao de assisténcia técnica

* Reducao a zero

— IPI e PIS/COFINS
» Reducéo a zero na comercializacédo dos dispositivos fabricados no Pais

— Imposto de Renda
* Reducao a zero

* Prazos dos beneficios e incentivos - entre 12 e 16 anos
o Contrapartida — investimentos de 5% do faturamento em P&D
» Estabelece Regime de Protecao a Topografia dos CI



PADIS

e Submissao de pleitos

— Formularios e procedimentos ja definidos — Portaria
MCT/MDIC n° 290, de 7 de maio de 2008

— Grupos de Técnico Interministerial GTI-PADIS - Portaria
MCT/MDIC/MF n° 297, de 13 de maio de 2008

— Instrucdo Normativa RFB n° 852, de 13 de junho de 2008 -
procedimentos para habilitacdo ao PADIS



PADIS

e Particularidades

— Incentivos restritos as empresas que atuem exclusivamente
na area de semicondutores ou displays

— A desoneracdo das maquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos destinados a incorporacdo ao ativo
Imobilizado aplica-se também aos equipamentos usados -
alteracdo do art. 3° da Lei n° 11.484, de 2007, pelo art.6° da
Lein®11.774, de 17.09.2008

— Abrange as ferramentas computacionais (software) e o0s

INSUMOS necessarios para a fabricacdo de semicondutores ou
displays — projeto, gestdo e operacao das fabricas



Politica de Desenvolvimento Produtivo -
PDP (TIC)
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PDP - Tecnologias de Informacao e Comunicacao

Sub-programas Mobilizadores

Estratégia: Focalizacéo e Estratégia: Focalizacéo e
Conquista de Mercados Conquista de Mercados

Estratégia: Ampliacdo do Acesso e
Focalizacao

Estratégia: Focalizacéo e
Conquista de Mercados

Estratégia: Conquista de Mercados
(Interno e Externo)




Microeletronica

Estratégia: Focalizacao e Conquista de mercados

Objetivo: ampliar producéao local e exportacoes de componentes microeletronicos

» Déficit de US$ 11,45 bilhdes na balanca comercial do complexo eletrénico em 2007:
componentes eletronicos (US$ 5,5 bilhdes), principalmente semicondutores
(US$ 3,25 bilhdes)

O )
1. Implantar 2 empresas de
fabricacéo de Circuitos Implantar _
Integrados (ou MEMS), empresas Converter Brasil em
envolvendo a etapa de front-end brasileiras de pIataformaNde MCT
exportacao
2. Elevar o numero de Design baS,e ) para grandes players MDIC
Houses do programa CI Brasil tecnoldgica Internacionais
de 7 para 15 e fortalecer a sua Foco: Design o
atuacao Foco: Cl padronizados

Houses e .
e foundries N

ASICS




Microeletronica: iniciativas (1/3)

Iniciativas Medidas e recursos Responsabilidade
Financiamento e capitalizacdo a empresas, SPEs, consorcios e joint- BNDES
ventures para viabilizar investimentos no setor
Apoio financeiro e
capitalizagéo I\IﬁNDE(?
. - ~ ercado
Estruturacdo de Fundos de Investimento em Participacdes (FIPs) e J
Fundos de Investimento em Direitos Creditorios (FIDCs) .
Capitais
Grupo de trabalho: Lei do Bem ME
Promoco do Objetivo: re_duzw\ a |ncert§>zajur|d|ga_quanto a aplicabilidade dos MCT
investimento em incentivos ainovacdao tecnoldgica previstos na Lei do Bem MDIC
i ~ (11.196/05), regulamentados pelo Decreto 5.798/2006.
Inovacao : ABDI
Prazo: 4 meses

Aperfeicoamento do PADIS

Desoneracao — - . : .
A Eliminacéo de restricdo de acesso aos incentivos do Programa na
aguisicdo de maquinas e equipamentos usados

MF




Microeletronica: iniciativas (27/3)

..... Iniciativas ... ~ Medidaserecursos Responsabilidade
CEITEC: MCT
- Conclus&o da infra-estrutura fabril: até 30 de junho de 2008 BNDES
Centros tecnologicos -Inicio da producdao de circuitos integrados: até julho de 2009 FINEP
Fortalecimento do Programa CI Brasil e modernizacao dos centros de ABDI
P&D (incluindo tecnologia de processos)
MCT
Capacitacéo e Formatacao de programa de capacitagéo de especialistas em projetos MEC
Treinamento de Cl e processos de manufatura de semicondutores Sistema S
Prazo: 5 meses MTE
BNDES
Estruturacédo, fortalecimento e capitalizacdo de Fundos de Mercado
Empresas Emergentes (FEES) e Fundos de Venture Capital de
Apoio as PMEs Capitais
(Design Houses)
. o . MCT/FINEP
Desenvolvimento e capitalizac&o de incubadoras e parques BNDES

tecnoldgicos, articulados com universidades e centros de pesquisa

FINEP




Microeletronica: iniciativas (3/3)

Iniciativas Medidas e recursos Responsabilidade

Implantar o PAIEM (Programa de Atracdo de Investimentos
Estrangeiros em Microeletrénica) para:

. identificac&o de investidores potenciais MDIC
Atracao de . organizacgéo de missdes de fomento para divulgacao do MCT
Investimentos mercado brasileiro e dos instrumentos de apoio BNDES
Estrangeiros existentes ABDI
. apoio a estruturacdo de operacdes de investimento direto AMPF\I)E%(

em microeletrénica (incluindo joint-ventures)
Prazo para elaboracdo do PAIEM: 4 meses




PDP: Sub-Programa Mobilizador
MICROELETRONICA
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PDP: Sub-Programa Mobilizador

MICROELETRONICA
Resultados :

1 empresa de semicondutores foi implantada

gmgﬂ!lwgm& - Empresa Publica CEITEC S/A.

 Elevacao do n© de Design Houses -
Edital MCT/CNPq n© 059 /2008

Criacédo de Centros e Unidades de Projetos de Circuitos

-(
- 5 unidades em empresas (bolsas)

R$ 14 milhdes - _ _
- 7 instituicBes sem fins lucrativos (custeio, capital e bolsas )

L % Apenas as instituicoes sem fins lucrativos fazem parte do Cl Brasil

o - Freescale, Idea!, Siliconreef, ExcelChip e CM (5)
Instituicbes/Empresas

selecionadas « NIMETEC, UFMG, UnB, UFRJ/COPPE, FATECIENS, Genius e UFPE (7)



PDP: Sub-Programa Mobilizador
MICROELETRONICA

Medidas/Acoes em andamento :

Fundamental para o sucesso das negociagoes que serao iniciada
Aperfeicoamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico da

Industria de Semicondutores — PADIS

Programa de treinamento com o MCT, MEC, CAPES e CNPq
Programa de Treinamento de Projetistas

Consolidacao das Design Houses

(Eundamental para o fortalecimento do Programa Cl-Brasil em sua nova fase)
Financiamento e Estruturacao de Capital

(BNDES e FINEP)




PDP: Sub-Programa Mobilizador
MICROELETRONICA
*¢* RH e Infra-estrutura de C&T&I

= Programa de formacao e capacitacido de projetistas de circuitos integrados:
Capacitar 1.500 projetistas e implementar 4 centros de capacitacao

= Programa de capacitacdo de especialistas em processo de manufatura de
semicondutores: 100 especialistas, 200 mestres e 50 doutorandos

= Programa de treinamento na graduacéo (projetos de CI's): FPGA e Dedicados.
MEC/MCT e CNPq. (Estruturacao até Junho/2009 e Implementacédo a partir do
segundo semestre de 2009)

= Programa de modernizacdo dos centros de P&D

= Fortalecimento do Programa Cl-Brasil

s Aperfeicoamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolégico
da Industria de Semicondutores — PADIS

= Propostas encaminhadas ao MF em 14/11/2008



PDP: Sub-Programa Mobilizador
MICROELETRONICA

¢ Financiamento e Estruturag¢ao de Capital

= Apoio do BNDES: projetos de microeletrénica como area prioritaria do
FUNTEC/BNDES

= Apoio FINEP: Editais, Subvencédo, SIBRATEC



PDP: Sub-Programa Mobilizador
MICROELETRONICA

 Blue Book (ABDI): acgdes governamentais, privadas,
mercado, infra-estrutura, fatores de atratividade e capacitacao

existente no Pais (site, slides, video, folhetos e brochura)

* Estudo contratado pelo BNDES — oportunidades
de investimento



PDP: Sub-Programa Mobilizador
MICROELETRONICA

Propostas:

* Equipe de Negociacao com investidores

= Constituir uma Equipe de Negociacao (back-end, front-end e fabless)
com participacao da APEX, MCT, MDIC, MF, ABDI, BNDES e FINEP



Obrigado!

Henrique de Oliveira Miguel

Ministério da Ciéncia e Tecnologia - MCT

Tel.: 61 3317 7903/7906
henrique@mct.gov.br
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